Solution for researching

Prazisions-Esd-Sicherer Peek-Wafer-Vakuumsaugstift Fur Die

Handhabung Von 8-Zoll-Halbleiter- Und Photovoltaiksubstraten
ArtikelInummer: PL-CP115

Einfuhrung

Leistungsstarker, ESD-sicherer PEEK-Wafer-
Vakuumsaugstift, entwickelt fUr die prazise
Handhabung von 8-Zoll-Wafern in der
Halbleiter- und Photovoltaikindustrie. Diese
anpassbare Losung bietet Gberlegende
chemische Bestandigkeit und mechanische
Haltbarkeit far kritische Reinraumumgebungen
und empfindliche Substrattransferprozesse.

Mehr erfahren

Manueller Transfer von 8-Zoll-Siliziumwafern zu und von optischen oder ~Minimale Kontaktflache reduziert das Risiko von

Waferinspektion

Sortierung von
Photovoltaikzellen

Nassbank-Prozessierung

Dinnschichtabscheidung

Reinraum-F&E

Vorbereitung Die Bonding

LED-Substrathandhabung

Spezifikationskategorie

Modellidentifikation
Primares Material

Substratkompatibilitat

Oberflachenwiderstand

Betriebstemperaturbereich

Chemische Kompatibilitat

Vakuumanschlusstyp

Spitzenkonfiguration

Reinraumklassifizierung

SEM-Inspektionsstationen. Oberflachendefekten.
Handhabung und Sortierung von hocheffizienten Solarzellen wahrend Verhindert Mikrorisse und erhalt die Zelleneffizienz durch sanften
der Montage- und Testphasen. Vakuumgriff.

Transfer von Substraten zwischen Chemiebadern oder Spulstationen in  Hervorragende Bestandigkeit gegenliber harten Prozesschemikalien

nasschemischen Umgebungen.

und Feuchtigkeit.

Platzieren und Entfernen von Substraten aus PVD/CVD- Hohe thermische Stabilitat erméglicht die Handhabung nach

Vakuumkammern oder Load-Locks.

Hochtemperatur-Abscheidungszyklen.

Allgemeine Substrathandhabung in Einrichtungen fiir Forschung und Erfillt strenge ISO-Reinheitsstandards durch Minimierung der

Entwicklung neuer Materialien.

Partikelabgabe.

Manuelles Positionieren von Wafern fiir das Zerteilen oder ESD-sichere Eigenschaften verhindern latente Defekte in

nachfolgende Die-Bonding-Operationen.

empfindlichen Mikroschaltkreisen.

Prazisionsmanipulation von Saphir- oder SiC-Substraten wahrend der Sicherer Halt auf harten, polierten Oberflachen ohne Verrutschen

LED-Chip-Herstellung.

PL-CP115 Serie

Leistungsstarker ESD-sicherer PEEK

oder Kratzer.

PL-CP115 Spezifikationsdetails

Vollstandig anpassbar (Optimiert fiir 8-Zoll/200mm Wafer)

Anpassbar an angegebene ESD-sichere Bereiche (z. B. 1076 - 1079 Q)

Angepasst an Prozessanforderungen

Universell (Hohe Besténdigkeit gegenlber den meisten Sauren, Basen

und Lésungsmitteln)

MaRgeschneiderte GroRe zur Anpassung an Vakuumleitungen der

Anlage oder tragbare Pumpen

Benutzerdefinierte Formen (flach, gekrimmt, mehrpunktig) auf Anfrage

erhaltlich

Kompatibel mit ISO-Klasse 3 - 8 (Anwendungsabhangig)
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NI NTENK

Solution for researching

Spezifikationskategorie PL-CP115 Spezifikationsdetails

Herstellungsmethode Prazisions-CNC-gefertigt nach MaRspecifikationen

Griffabmessungen Ergonomisch angepasst an Kundenpraferenzen
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